
盒式高压高频双面金属化聚丙烯膜电容器(MMKP82/CBB82B)

编 号 STE-WI-014-01 制订日期 2025 年 06 月 18 日

发行版次 V 1.0 页 次 第 1 页 共 13页

规格承认书规格承认书

客户名称： 深圳世昌隆电子有限公司

客户料号：

松田料号： HB2J823JQ1B0180160100EST

规格型号： CBB82B-823J-630V P=15

★ 产品环保要求：RoHS 要求 ☑ REACH 要求 ☑

卤素要求 □
★ 产品包装方式：散件 ☑ 编带 □

制 作 客户确认（签署）

李光钦

（签认后，敬请惠还一份）

审 核

批 准

赵明辉

汕头保税区松田电子科技有限公司
SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

地址:汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区
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变更履历表

项目 日期 版本 变更原因 描述

1 2025.6.18 A 版 / 第一次承认
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5

6



盒式高压高频双面金属化聚丙烯膜电容器(MMKP82/CBB82B)

编 号 STE-WI-014-01 制订日期 2025 年 06 月 18 日

发行版次 V 1.0 页 次 第 3 页 共 13页

附页：
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1. 产品编码说明

HB 2J 823 J Q 1 B0 180 160 100 E S T

类型

CBB82B

电压

2J:630V
3A:1000V
3C:1600V
3D:2000V

容量

152:1.5nF
823:82nF
105:1.0μF
225:2.2μF

精度

J:±5%
K:±10%

脚距

N:10.0mm
Q:15.0mm
T:22.5mm
V:27.5mm

脚型

1:长直脚脚型

2:内弯脚型

5:12.7mm孔距

直脚编带

6:弯脚编带

宽度

060:6.0mm
180:18.0mm

高度
110:11.0mm
160:16.0mm

环保类型

E:RoHS
F:RoHS+无卤

内部管理码

T:铜线

脚长

30~39:3.0~3.9mm
40~49:4.0~4.9mm
50~59:5.0~5.9mm
60~69:6.0~6.9mm
70~79:7.0~7.9mm
80~89:8.0~8.9mm
90~99:9.0~9.9mm

脚长

A0~A9:10.0~19.0mm
B0~B9:20.0~29.0mm
C0~C9:30.0~39.0mm

厚度
050:5.0mm
100:10.0mm

内部管理码

（外壳颜色）

S:黄色

E:灰色
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2. 规格尺寸列表

NO 规格型号
L Min

(mm)

W±0.5

(mm)

H±0.5

(mm)

T±0.5

(mm)

P±0.5

(mm)

d±0.05

(mm)
外形图

1 CBB82B-823J-630V 20.0 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8

3. 产品标印

范例 说明

1 公司注册商标

2 CBB82B. 表示系列型号

3 823 表示容量值

4 J 表示允许误差

5 630V 表示额定电压

CBB82B.

823J630V
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4. 特点及用途
4.1 特点：①双面金属化结构；

②损耗小，内部升温小；

③优异的阻燃性能;

④负电容量温度系数。

4.2 用途： ①广泛应用于高压高频脉冲电路中

②电子镇流器和节能灯中。

5. 性能要求

序号 项目 性能测试 试验方法

1 引用标准 GB/T14579 （IEC60384-16）

2 使用温度 -40～105℃

3 额定电压 630VDC

4 容量范围 0.082µF
测试条件：1KHz、1V

5 容量误差 ±5％（J）

6 测试电压 无击穿或飞弧

充电电流≤50mA

施加电压时间：5S

测试电压=1.75UR

7
损耗角正切

（tgδ）
tanδ≤0.1%

容量和损耗角正切测量在 25±2℃的条件

下，使用 1±0.1KHz、1.0Vrms。

8 绝缘电阻 IR≥50000MΩ
测试条件：

AT 100VDC 60SEC

9 DV/DT DV/DT 值(1000V/us) 630V，充电 1S，放电 1S，循环 10000 次

10
引出端强度

试验

拉力测试
引脚及电容的本体

无可见损伤

①引脚直径≤0.5mm 者，施加力

≥0.5kg/10S；

②引脚直径＞0.5 ㎜，≤0.8mm 者，施加

力≥1.0kg/10S；

③引脚直径＞0.8 ㎜者，施加力

≥2.0kg/20S。

弯曲测试
引脚及电容的本体

无可见损伤

抗弯强度：0.5 ㎏（5N）

弯曲时间：对样品的一条引线施加指定的

重量，先向外弯折 90°，再恢复到原位，

接着往反方向弯折 90°，为一个循环，共

计 2 个循环。

11
耐焊接热

试验

①外观：无可见损伤

②标志清晰

③电容变化率（1KHZ）

ΔC/C≤初始值的 3%

④tgδ：≤0.004 增加值

焊锡温度：260±5℃

浸渍时间：10±1SEC
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序号 项目 性能测试 试验方法

12
可焊性

试验

①约 95％以上覆盖有锡在导线上

②标志清晰

③电容变化率（1KHZ）

ΔC/C≤初始值的 3%

④tgδ:≤0.004 增加值

焊锡温度：245±3℃

浸渍时间：3±0.3 秒

焊料成份：

Sn96.5Ag3.0Cu0.5

13 振动试验

①外观：无可见损伤

②电容变化率（1KHZ）

ΔC/C≤3％

③tgδ：≤0.004 增加值

④IR：≥初始值的 50％

将电容器导线焊稳和调整振动频率范围

为10-55Hz、振幅为0.75mm，振动从10Hz

到55Hz，然后再回到10Hz，大约一分钟。

总时间六个小时，每两小时在相互垂直

方向来回三次。

14 干热试验

①外观：无可见损伤

②电容变化率（1KHZ）

ΔC/C≤5％

③tgδ：≤0.005 增加值

④IR：≥初始值的 50％

试验温度：上限类别温度±2℃

试验时间：16 hours

15 寒冷试验

①外观：无可见损伤

②电容变化率（1KHZ）

ΔC/C≤5％

③tgδ：≤0.005 增加值

④IR：≥初始值的 50％

试验温度：-40±2℃

试验时间：2 hours

16
温度快速

变化试验

①外观：无可见损伤

②电容变化率（1KHZ）

ΔC/C≤3％

③tgδ：≤0.004 增加值

④IR：≥初始值的 50％

温度循环试验：

在-40℃条件下保持 30 min，再在最高

使用温度条件下保持 30 min，此为一个

循环。

按以上条件过程循环 5 次。

17
稳态湿热

试验

①外观：无可见损伤

②电容变化率（1KHZ）

ΔC/C≤5％

③tgδ：≤0.002 增加值

④IR：≥初始值的 50％

⑤耐电压测试放空电压后无击穿。

试验温度：40±2℃

相对湿度：90-95％

试验时间：500+24/-0 hours.

18
耐久性

试验

①外观：无可见损伤

②电容变化率（1KHZ）

ΔC/C≤10％

③tgδ：≤0.003 增加值

④IR：≥初始值的 50％

温度试验：最高使用温度±3℃

试验时间：1000 小时

试验电压：额定电压*1.25
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6. 特性曲线图
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★ 纹波电压与频率曲线图（正弦波，环境温度 75℃，温升 10℃。）

★ 纹波电流与频率曲线图（正弦波，环境温度 75℃，温升 10℃。）

★ 电流降额曲线

实际应用中，需充分考虑电流安全系数，且电容本体温度超过 85℃时须降额使用，温度每升高 1℃，
电流需降额 4%。
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焊接条件：

.

PP:
During pre-heating: Tp ≤110℃
During soldering: Ts ≤120℃, ts ≤15 s
PE:
During pre-heating: Tp ≤125℃
During soldering: Ts ≤160℃, ts ≤15 s

烙铁重工焊接条件

项目 条件

烙铁头部温度 350℃(max.)

焊接时间 3 sec(max.)

焊接位置与涂装层距离 2 mm(min.)

注：薄膜电容器不适合回流焊焊接，否则产品会因热收缩导致性能问题。
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7. 包装示意图

7.1 电容器先用塑料袋包装，每袋为 100 的整数倍，袋内放有产品标签，然后装入包装纸箱。

7.2 包装纸箱允许以任何方式运输，但应避免雨雪的直接淋浇和机械损伤。

7.3 包装纸箱示意图：

外包装箱 内包装箱

注;

注：以上仅供参考，具体尺寸以实际为准。

类别 规格 脚距 最小包装数量

散件

所有规格 P=5 系列 1000

所有规格 P=7.5 500

B3-1 P=7.5 1000

所有规格 P=10 500

所有规格 P=15 500

D4 P=15 切 10 250

D5 P=15 250

D7 P=15 200

D9 P=15 200

所有规格 P=22.5 200

474E4 L30 P=22.5 100

所有规格 P=27.5 100

编带

所有规格 P=5 1000

B3 B4 P=7.5 1000

B5 B9 B10 P=7.5 500

C1 P=10 12.7/15 孔距 500

C3 P=10 12.7 孔距 400

C3 P=10 15 孔距 500

D2 P=15 300

D5 P=15 250

C8 P=10 12.7 孔距 300

C8 P=10 15 孔距 500

注：以上仅供参考，编带的包装数量以实际为准。
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8. 储存环境要求

8.1 由于大气中存在氢氯化物、氢硫化物、硫酸物质等，所以产品储存在大气中，必须注意引出端的可焊性

变差。

8.2 产品不能暴露在高温和高湿状态，必须保存在以下环境中：（在不拆开原包装的基础上）

A、温度：≤35℃

B、湿度：≤70%RH

C、保存时间：不超过 12 个月（从产品包装或产品本体上的日期算起）

9. 编带产品示意图及尺寸表（仅适用于编带产品）
无
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